
《2013-2014年全球及中国IC先进封装行业研究报告》包含以下内容： 

• 1、半导体产业概况 

• 2、内存与晶圆代工行业现状 

• 3、半导体下游市场分析 

• 4、新兴先进封装技术趋势 

• 5、封装行业分析与排名 

• 6、23家先进封装厂家研究 

 

•       独立的封测厂家通常称之为OSAT，1997年全球OSAT产业规模只有大约51
亿美元，占半导体产业规模的19.6%。2011年该市场规模为236亿美元，占半
导体产业规模的30%。2011-2013年期间封测产业连续3年增幅低于5%。主要
原因是发展自2005-2010年的先进封装技术开始普及，单价大幅度下跌，包括
FC-BGA、WLCSP、QFN、SiP、PoP等。 

 

•       目前手机和电脑都朝超薄、多核、高频方向发展，同时内存行业朝超宽带
（Ultra Bandwidth）方向发展，这会拉动封测市场采用更新的技术来满足市场
需求。自2014年起陆续有一批新技术得到应用，封测业有望获得6%以上的成
长。这些技术包括MLP PoP，Cu Bol，FC-CSP，FOWLP，Embeeded 
Component(Trace) Substrate，2.5D等。这些技术主要应用于智能手机和超薄
电脑中，市场需求旺盛。同时TSV有望在内存行业起步。再有就是IDM大厂退
出封装业务，如松下和瑞萨。预计2014年OSAT行业产值增长8.4%，达到272
亿美元，先进封装领域增长可达10%，达到182亿美元。 
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•       产业方面，2008年以来在FOUNDRY或IDM与OSAT之间出现了一种Middle-End企业。在FC封装时代，这些
企业主要提供RDL､WAFER BUMPING､WAFER LEVEL TEST。在2.5D和3D时代，这些企业的业务范围大大增加
，主要包括MICRO BUMPING､THIN&REVEAL､INTERPOSER､VIA MIDDLE､WL-CARRIER ASSEMBLY等｡ 

 

•       2014年封装行业最大事件莫过于新加坡淡马锡出售STATS ChipPAC，STATS ChipPAC是全球第五大封装企
业，由于其国有控股风格明显，企业竞争能力不强。尤其是面对来自台湾企业的竞争时，STATS ChipPAC虽然
其技术一流，但过分依赖大客户Infineon、苹果、高通和Broadcom等。Infineon逐渐退出手机领域，而苹果和
高通近些年分散供应链风险，减少对STATS ChipPAC下单量，导致其收入连续4年下滑。 

 

•       封装行业另一重要事件则是台湾SPIL获得Qualcomm、MTK和大陆华为旗下Hisilicon的大量订单，收入有望
大幅度增长，2014年上半年收入同比大幅度增长27%，营业利润率则跃居全球第一，2014年收入有望超越
Amkor成为全球第二。 

 

• 技术方面，3D（TSV）应用仍然不够成熟，市场仍然局限在CIS、MEMS、HB LED这些非主流领域，关键的
Logic+Memory市场仍然毫无进展，未来5年内Logic+Memory恐难有进展，PoP封装还是主流。主要原因有以下
几点： 

 

• 1、成本问题，PoP封装稳定成熟，成本低廉。且PoP封装性能挖掘潜力还很大。 

• 2、KGD问题，在PoP封装前其内部的Component就已经单独测试并Burn-in。而TSV需要封装后才能测试和
Burn-in。一旦其中的某一个Component出现问题，那么整颗TSV都得报废。 

• 3、TSV不可重工（Rework），PoP封装可以。 

• 4、TSV需要多次晶圆减薄，晶圆容易弯曲或破裂，良率(Yield)不高。 

• 5、支持PoP封装的电子系统广泛，可以使用目前标准的SMT生产线，TSV则需要做改动。 

• 6、PoP封装良率很高。 

 



• 7、PoP封装有着运作良好的商业模式，失效分析模式成熟(Failure analysis methods are mature)，而TSV失效
分析模式不成熟，难以界定不良产品的责任划分。 

• 8、PoP封装是Logic+Memory，而内存是手机半导体中价格最高的IC之一，其价格波动频繁且波动大，市场集
中度极高，为了保证良好的供应链管理，厂家必须随时调整内存的采购量或采购价格；而TSV意味着内存的价
格与采购量都已经不可更改。对于快速变化的电子行业来说，这意味着巨额亏损或产品无法及时出货。 

 

•       3D封装另一个难题是异质性热处理，Logic Die如CPU或GPU可能会产生大量热量，而与之配合的Memory则
产生热量极少。若将CPU与DRAM、NAND Flash迭加在一起，CPU的高热会影响到DRAM、NAND Flash。如果采
用3D封装，散热问题无法解决。比较好的解决方式是2.5D。 

 

•       当然3D封装也不是没有一丝希望，在Memory领域有突破，为了进一步提高Bandwidth到15Gbps以上，目
前的Stacked Wire Bonding SiP已经不能满足需求，必须采用TSV，Micron将其称为HMC，SK Hynix则为WIDE 
1/O2，预计在2014年底即可量产。 

 

•       目前市场最关注的是手机CPU、Application Processor和Baseband的封装，目前CPU主流封装形式为PoP，
PoP封装发展方向一是降低高度，二是提高Fine Pitch，三是Embedded Passive/Active Component 。降低高度
的技术如MLP，典型代表如高通的APQ8064。提高Fine Pitch的典型代表是海思Hisilicon的Kirin 920。Embedded 
Passive/Active Component的典型代表是苹果的A7。Baseband的封装目前主流为FC-BGA，未来发展方向可能是
FC-CSP，典型代表是MTK的MT6589。 

 

•       封装行业高度依赖上游的Foundry和IDM厂家，尤其是Foundry对封装厂家的业绩影响非常大。中国大陆封
装行业长期技术落后，除封装厂自己的原因外，缺乏足够先进的Foundry也是重要原因。台湾封装行业之所以
能够稳居全球第一，最重要的原因就是台湾拥有全球最先进的Foundry，全球80%的高端IC都产自台湾。因此
，即使中国大陆的IC设计公司再强大， 也无法拉动大陆的封装行业。以Hisilicon为例，所有高端IC都由台湾
TSMC代工，封装由台湾ASE和SPIL完成，测试由SPIL和KYEC完成。 
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